
第一图书网, tushu007.com
<<微电子机械加工系统>>

图书基本信息

书名：<<微电子机械加工系统>>

13位ISBN编号：9787502447946

10位ISBN编号：7502447946

出版时间：2009-3

出版时间：冶金工业出版社

作者：孙以材，庞冬青 著

页数：194

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<微电子机械加工系统>>

前言

　　微电子机械加工系统（MEMS）是指以集成电路等工艺批量制作，集微型机械、微型传感器、微
型执行器及信号处理和控制电路等于一体的装置。
它具有尺寸小、重量轻、响应快、精度高、性能优和成本低等特点，其在工业、国防、航天、航海、
医学、生物工程、农业等领域有着广泛的应用前景。
　　微机电系统是微电子技术的拓宽和延伸，它与精密机械加工融为一体，能制造出外形轮廓尺寸在
毫米、微米、甚至纳米量级的微型机电装置。
MEMS制作技术包括微电子技术和微加工技术两大部分。
前者有硅片的抛光、氧化、光刻、掺杂扩散、引线等；后者有硅片腐蚀加工和硅片键合、封装等。
目前已制造出微型压力传感器、微型加速度传感器、微型泵、微型阀、微型沟槽、微型执行器、微型
齿轮、微型电机、微型飞行器、微型陀螺、微型燃烧器、微型手术刀、微型血管内注射器、DNA芯片
、智能药物释放器以及微小卫星等，并已在不同领域发挥重要作用。
　　今后在MEMS材料、性能及检查、元件设计与制造、加工效果观察、元件封装与测试方面实现标
准化也是其发展方向之一。
这将决定MEMS产业化发展的成功与否。
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内容概要

　　《微电子机械加工系统(MEMS)技术基础》还详细介绍了电学，热学和力学有限元方法的要领，
相关软件的使用及硅片的加工处理方法。
阅读《微电子机械加工系统(MEMS)技术基础》，可以为MEMS元件的设计和制造打下较好的基础，从
而可以灵活应用所学知识。
MEMS技术是21世纪发展的重大技术，涉及国防、航天、医疗等领域。
《微电子机械加工系统(MEMS)技术基础》以各种微型阀、微型泵、微型马达、压电元器件的制造为
目的，阐述其功能，所依据的物理原理及定律。
　　《微电子机械加工系统(MEMS)技术基础》可供国防、航天、医疗等专业的技术人员阅读，也可
供大专院校有关专业师生参考。
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编辑推荐

　　《微电子机械加工系统(MEMS)技术基础》着重于MEMS元件设计中的有限元静电场和电流场，温
度场，MEMS元件各向同性应力场和各向异性应变分析及压电效应介绍。
《微电子机械加工系统(MEMS)技术基础》重点还放在MEMS元件制造，包括硅片腐蚀加工和硅片键合
，封装和引线。
编者在上述各方面曾作过许多研究，完成多项科研任务，有一定的经验和收获。
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